
Технологический лидер для современных наиболее сложных 
разработок систем на Плате

EXPEDITION ENTERPRISE





Expedition Enterprise это наиболее продуктивное доступное решение для создания 
плотных, трудных, высоко-технологичных разработок Плат

DxDesigner также интегрирован с 
системами управления жизненным 
циклом изделия, делая доступными 
внутри предприятия данные про-
ектов, схемы в формате PDF (Acrobat), и 
ведомости материалов (BOM). Он 
также поддерживает централизованные, 
базирующиеся на Интернет, 
библиотеки, таким образом, поз-
воляя иметь только одну версию 
корпоративной библиотеки.

Совместная Разработка ИМС-

ПЛИС-Платы
I/O Designer™ является быстрым и 

эффективным решением для назна-
чения выводов ПЛИС\ИМС в топологии 
Плат и помогает удовлетворить растущие 
запросы разработки ПЛИС, ИМС и 
Плат. I/O Designer интегрирует маршру-
ты разработки ПЛИС\ИМС и Плат для 
обеспечения одновременного проект-
ирования сверху-вниз ПЛИС \ИМС и 
Платы, уменьшая время цикла разрабо-
тки и оптимизируя производительность 
системного уровня. 

Поддерживая  библиотеку 
компонентов ПЛИС от большинства 
производителей, I/O Designer предо-

ставляет всю важную информацию о 
каждом выводе выбранного компо-
нента. Можно выбирать назначить ли 
все сигналы в вводы компонента или 
только критичные для разработки 
Платы. Для критических сигналов 
можно также назначить стандарты В 
\В. Таким образом, можно оптимизи-
ровать распределение выводов одной 
или множества ПЛИС до перехода в 
топологию платы, добиваясь лучших 
характеристик системы и уменьшая 
плотность трассировки платы и вре-
мя цикла проектирования. Если есть 
необходимость переставить выводы 
на плате для дальнейшего улучшения 
топологии, I/O Designer укажет какие 
выводы можно переставлять, а какие 
нет. I/O Designer также отслеживает 
соответствие между маршрутами про-
ектирования ПЛИС и платы, выступая в 
качестве инструмента для управления 
данными, он контролирует каждый 
маршрут и управляет любыми вне-
сенными изменениями. I/O Designer 
отслеживает перестановку выводов 
на плате и обновляет все необходи-
мые файлы. После этого I/O Designer 

генерирует ограничения размещения 

и трассировки ПЛИС, основанные на 
назначении выводов и HDL- проекте 
ПЛИС, создает необходимые символы, 
схемы и иерархические ассоциации.

Для разработок SoC и SiP, I/O 

Designer позволяет разработчикам 
корпусов оперировать размещением 
ИМС, ориентациями и назначением 
выводов для оптимизации разработки 
корпуса и конечной Платы.

Задание Ограничений
Expedition Enterprise понимает и 

следует исчерпывающему набору 
высоко-скоростных и геометрических 
ограничений (правил). Эти 
ограничения или вводятся инже-
нерами или передаются из пред-
топологического высокоскоростного 
анализа, и соблюдаются в процессе 
создания топологии и шагов
верификации.

CES предлагает полностью 
интегрированную, построенную на 
ограничениях, методологию проектиро-
вания, которая уменьшает цену проекта 
и время выхода изделия в продажу, за 
счет автоматизации процесса передачи 
правил проектирования, и исключения 
повторных итераций. Как и в DxDesigner, 

множество инженеров могут одновременно 
вводить и редактировать ограниче-
ния. Изменения видны всем в режиме 
реального времени. CES предоставляет 
собой общую среду ввода и редактиро-
вания для электрических и фи-
зических правил проектирования вы-
сокоскоростных систем. CES имеет 
легкий для использования табличный 
интерфейс пользователя, управляемый 
базой данных проекта, с кросс-ссылками 
со схемой и топологией проекта. 
• Правила отслеживают переиме-

нование цепей, добавление\удаление 
соединений, перестановку выводов и 
\или слотов и изменения стека.

• Интерфейс пользователя позволяет 
легко создавать дифференциальные 
пары, правила параллелизма и пары 
выводов.

• Иерархический ввод ограничений, с 
фильтрацией и сортировкой 
упрощает определение сложных 
топологий.
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сценариев размещения и ограничений, 
для выбора наиболее эффективного 
варианта. 

Трассировка Шин
Автотрассировка редко использу-

ется на плотных, высоко шинно-
структурированных Платах, т.к. руч-
ная трассировка дает более плотные, 
эстетичные результаты. Однако, руч-
ная трассировка может быть очень 
утомительной и затратной. Опытные 
разработчики определяют топологию 
шин и их плейн для удовлетворения 
высокоскоростных ограничений.  

Expedition Enterprise имеет уникальную 
технологию, комбинирующую опыт 
разработчиков со скоростью автотрас-
сировки, устраняют скуку, позволяют 
сконцентрироваться на достижениие 
лучшей разработки.

Topology Planner обеспе-
чивает  интерактивный 
метод ввода топологий 
шин, назначения им 
плейн и задания спе-
циальных правил. Эта 
планировка сохраняется 
в данных проекта и 
может быть изменена.  

Затем Topology Router 

может выполнить авто-
трассировку соедине-
ний следуя планировке, 
исключая утомитель-
ное рисование трасс. 
Результаты имитируют 
опытного разработчика, 
при этом существенно 
сокращается время цикла 
и повышается произво-
дительность разработки.

Встроенные Пассивные 
Компоненты

При увеличении скорости и 
плотности ИМС и ПЛИС, требуется 
больше пассивных компонентов 
(резисторов и конденсаторов) -

некоторым требуется несколько со-
тен. Выполнение их в виде встро-
енных компонентов, а не дискретных 
SMD, может существенно умень-
шить размер платы и улучшить про-
изводительность. Expedition Enterprise 

обеспечивает законченное решение: 

инструменты подбора решают какие 
компоненты выполнить встроенны-
ми, а не дискретными, основываясь 
на размере платы и цене, выбирают 
материал пассивов, автоматически 
синтезируют из библиотек материалов 
производителей, и генерируют полные 
данные изготовления. В результате 
автоматизируются вопросы, которые 
могут занять недели ручного труда.

Трассировка Продвинутых
Соединений

В настоящее время широко при-
меняются корпуса BGA, CSP, COB и 
DCA, что приводит к увеличению 
плотности топологии.

��  Expedition Enterprise, �2опросы целостности сигналов и времен �<�>�6�=�>� 
�@�5�H�0�B�L� �2� �?�@�>�F�5�A�A�5� �@�0�7�@�0�1�>�B�:�8�,� �0� �=�5� �B�>�;�L�:�>� �2� �5�5� �:�>�=�F�5�.

Expedition может в секунды автоматически 
генерировать  сложные последовательности фанаутов
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ModelSim® это наиболее популярный 
и широко используемый в мире VHDL 
и смешанный VHDL/Verilog си-
мулятор, а также быстро растущий 
Verilog симулятор. Продукты ModelSim 
уникальны, используются такие тех-
нологии как Оптимизированная Пря-
мая Компиляция для ускорения времени 
компилирования и производительности 
моделирования, Моделирование в Од-
ном Канале и Tcl/Tk для большей 
открытости и ускорения отладки. Эти 
эксклюзивные инновации ModelSim, 
приводят к лучшей производительности 
компиляции\моделирования, полной 
свободе смешения VHDL и Verilog и 
бесподобной настройке. 

�! отрудничество Множества
Дисциплин

Разработка электронного устройства 
требует не только разработки Платы.  
Нужно также разработать корпус устрой-
ства.  Вопросы снабжения, тестирования 
и изготовления должны быть вовлечены 
в процесс разработки для гарантии 
выпуска готового устройства во вре-
мя. Expedition Enterprise обеспечивает 
возможности сотрудничества этих 
дисциплин в процессе разработки 
устройства..

снабжение, изготовление и тестиро-

вание. Expedition Enterprise дает возмож-
ность разработчику Платы предложить 
изменение и в электронном виде пе-
редать это преложение остальным 
организациям цепочки снабжения.  

visECAD™ дает возможность этим 
организациям увидеть  предлагаемые 
изменения и через отметки и поправки 
передать обратно разработчику принятие этих 
изменений.  Этот процесс согласования 
продолжается, пока не достигнуто при-

емлемое решение.
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Взаимодействие ECAD-MCAD
В прошлом, связь между 

разработчиком электроники и 
разработчиком механики выполнялась 
через бумагу или массовую передачу 
данных. Expedition Enterprise обеспе-
чивает возможности отображения в 
3D для разработчика платы, чтобы 
вставить Плату в корпус и распознать 
грубые ошибки, такие как взаимные 
влияния компонентов с корпусом. Но 
истинное взаимодействие, это не 
только отображение в 3D. Expedition 
также обеспечивает возможности для 
двунаправленного электронного обмена 
предложениями о последовательных 
изменениях. Используя это взаи-
модействие ECADMCAD, любая 
дисциплина может предложить 
изменения в своей области и 
передать это предложение другой. 
Затем предложение можно про-
анализировать, отклонить, принять или 
сделать контр предложение. Этот 
цифровой процесс продолжается пока 
обе дисциплины не удовлетворены, 
в этой точке изменения отражаются в 
обеих базах.

Взаимодействие Разработчик 
Плат – Цепочка Снабжения 

Поздние изменения разработки Плат 
могут негативно воздействовать на 








